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释 义 

除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 

一、普通词语 

本公司、公司、发行人、英唐智控 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司 

本次发行、本次非公开发行 指 
英唐智控本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票

的行为 

本报告 指 
深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票募集资金

使用的可行性分析报告（三次修订稿） 

董事会 指 英唐智控董事会 

赛格集团 指 深圳市赛格集团有限公司 

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 

二、专业术语 

电子元器件 指 电子元件和电子器件的总称，系电子产品的基础组成部分。 

芯片 指 

半导体集成电路（Integrated Circuit），一种微型电子器件或部

件，通过一定的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电

阻、电容和电感等组件及布线互连在一起，制作在一小块或几

小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为

具有所需电路功能的微型结构。 

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。 



1-7-1-3 

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,500万元，在扣除发行费用

后将用于补充流动资金及偿还银行贷款。 

若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要

求予以调整的，则届时将相应调整。 

公司已建立募集资金管理制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司指定

的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。 

二、本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析 

（一）行业经营模式决定公司必须具备充足的流动资金 

电子元器件分销行业具有“轻资产，重资金”的特点，即电子元器件分销行

业对固定资产规模的要求较小，但对流动资金的要求较高。主要是因为电子元器

件分销行业的上游为各品牌电子元器件制造企业，给予分销商的账期较短，特别

是近年在电子元器件需求旺盛的情况下，一般要求分销商预付货款、货到付款或

者给予较短的账期。而电子元器件分销商的下游主要为电子产品制造企业，普遍

要求电子元器件分销商提供账期，导致电子元器件分销商在业务开展及实施过程

中需要大量的资金并形成金额较大的应收账款、应收票据及预付账款。电子元器

件分销行业普遍存在应收账款、应收票据及预付账款占总资产的比重较高，而固

定资产等项目占总资产比重较低的情况。 

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及同行业主要可比上市公司的相关财务数据

对比情况如下： 

公司 流动资产占总资产比重 固定资产占总资产比重 

深圳华强 61.02% 2.82% 

力源信息 58.65% 3.46% 

润欣科技 82.47% 0.22% 

平均值 67.38% 2.17% 

英唐智控 79.36% 1.25% 
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由上表可知，截至 2018 年 12 月 31 日，公司及同行业主要可比上市公司的

资产构成中均以流动资产为主，固定资产占比较小，这体现了电子元器件分销企

业的经营及发展更依赖于流动资金的持续投入的特点。拥有充足的流动资金是电

子元器件分销企业持续经营及扩大规模的必要基础。 

（二）提高盈利能力，为公司业务发展提供资金支持 

近年来公司通过内部发展、收购、整合及合作获得了众多核心电子元器件品

牌的代理权，技术型和资源型产品线愈发丰富，通过构建稳定的金字塔式产品结

构形成了稳固的市场护城河，扩大了销售规模。 

根据 Gartner 公司的数据，2018 年二季度中国市场服务器出货量和销售额分

别同比增长 37.6%和 75.9%，增速居全球首位。随着云计算基础设施的不断完善

以及 5G 即将在 2020 年开启商用，物联网行业，特别是消费物联网领域将获得

蓬勃的发展。 

作为该等行业核心零部件主控芯片及存储器的分销商，公司将从上述行业的

发展中获得增长红利。最近两年，公司围绕云计算及物联网行业的主控芯片、存

储器等的销售情况如下： 

单位：万元 

项目 2018 年 2017 年 

营业收入 576,101.63 184,306.97 

营业收入同比增长率 212.58% - 

净利润 12,229.44 3,640.60 

净利润同比增长率 235.92% - 

由上表可知，最近两年，公司围绕云计算及物联网行业的主控芯片、存储器

等的营业收入及净利润规模呈现高速增长态势，未来随着该等领域的蓬勃发展，

对相关电子元器件的需求持续增加，公司需投入更多的资金以扩大规模、提升盈

利能力，在巩固和增强原领域既有优势地位的同时获得新领域的先发优势。 

2016 年、2017 年及 2018 年，公司的营业收入分别为 422,205.71 万元、

739,987.53 万元及 1,211,410.67 万元，保持高速增长态势。在销售规模迅速扩大

的同时，公司也面临着营运资金压力，为了缓解营运资金压力，公司进行了较多
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的债务性融资并带来较高的融资成本（截至 2018 年 12 月 31 日，公司债务性融

资余额合计 293,865.68 万元，2018 年度公司利息支出为 17,441.77 万元），较高

债务融资成本影响了公司的盈利能力。未来公司销售规模的扩大将进一步加剧营

运资金压力，流动资金不足将成为掣肘公司发展的重要因素。 

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合公司

业务运营及发展需要，将会缓解公司资金压力，为业务的发展提供有力支撑，提

高上市公司盈利能力。 

（三）提高流动性，加强公司短期偿债能力 

最近三年，随着上市公司营业收入规模快速扩大，应收款项增长较快，从而

对上市公司经营资金占用相应增加。2016 年末、2017 年末及 2018 年末，上市公

司应收账款及应收票据净额分别为 127,836.92万元、194,931.96万元及 253,009.44

万元，占各期末总资产的比重分别为 35.35%、38.10%及 343.09%。 

截至 2018 年 12 月 31 日，公司待偿还的银行短期借款及一年内到期的银行

长期借款的具体情况如下： 

借款类型 借款余额（万元） 

短期银行借款 145,355.57 

一年内到期的长期银行借款 14,249.99 

合计 159,605.56 

营业收入规模的扩大，带来应收款项对流动资金占用金额的增加，同时上市

公司面临较大的短期债务偿还压力，本次非公开发行募集资金用以补充流动资金

及偿还银行贷款将有效提升公司的流动性，支撑业务的快速成长。 

（四）优化资本结构，提高公司风险抵御能力 

随着公司经营规模的不断扩大，公司资产负债率水平亦呈上升趋势，且增长

较快。2016 年末、2017 年末及 2018 年末，上市公司的资产负债率分别为 46.10%、

59.69%及 67.32%。 

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司与同行可比上市公司的资产负债率水平

对比情况如下： 
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序号 股票代码 上市公司简称 资产负债率 

1 000062 深圳华强 50.05% 

2 300184 力源信息 29.23% 

3 300493 润欣科技 39.55% 

平均值 39.61% 

英唐智控 67.32% 

注：上述数据根据上市公司定期报告计算得出。 

由上表可知，截至 2018 年 12 月 31 日，同行可比上市公司的平均资产负债

率为 39.64%，上市公司资产负债率为 67.32%，显著高于同行业可比公司水平。

按照本次募集资金总额上限测算，本次发行后上市公司的资产负债率将降为

49.58%，将有效优化上市公司财务结构，提升上市公司的融资能力和提高风险抵

御能力。 

（五）缓解上市公司长期偿债压力 

公司长期偿债压力主要来源于 2018 年面向合格投资者公开发行的公司债、

长期应付款中的售后租回及融资租赁，以及长期借款。截至 2018 年 12 月 31 日，

公司应付债券、长期应付款中的售后租回、融资租赁，以及长期借款的具体情况

如下： 

债务名称 发行日/借款日 到期日 债券/借款余额（万元） 

2018 年面向合格投资者公开发行公

司债（第一期） 
2018 年 1 月 3 日 2022 年 1 月 3 日 22,020 

2018 年面向合格投资者公开发行公

司债（第二期） 
2018 年 5 月 25 日 2022 年 5 月 25 日 13,897 

2018 年面向合格投资者公开发行公

司债（第三期） 
2018 年 8 月 17 日 2022 年 8 月 17 日 9,922 

长期应付款中的售后租回 2018 年 4 月 12 日 2021 年 3 月 15 日 8,609.76 

长期应付款中的融资租赁 2018 年 11 月 22 日 2021 年 11 月 22 日 1,379.69 

长期借款 
2018 年 5 月 9 日 2020 年 4 月 29 日 2,882.54 

2017 年 5 月 26 日 2020 年 4 月 25 日 4,923.66 

合计 63,658.25 

由上表可知，公司长期偿债压力较大，后续在安排公司流动资金的同时，需

要考虑未来偿还到期长期负债的资金需求，进一步加大了公司流动资金的压力，

本次补充流动资金有利于缓解未来长期负债的资金压力。 
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综上所述，发行人本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还银

行贷款，可在一定程度上满足发行人业务发展中的资金需求，有利于优化资本结

构，有利于提高盈利能力和抗风险能力，降低发行人长短期偿债压力。本次募集

资金使用计划符合发行人的发展战略，符合全体股东的利益，是必要、可行的。 
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三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情

况 

（一）本次发行对公司财务状况的影响 

本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产与净资产规模将进一步增加，

将给公司在银行的授信评级和信贷额度带来积极的影响，提高公司财务弹性；同

时能够降低财务费用，增强抗风险能力，降低短期偿债压力，符合公司的实际情

况和战略需求。 

（二）本次发行对公司盈利能力的影响 

本次非公开发行完成后，通过补充流动资金及偿还银行贷款将提升公司自身

业务规模及降低财务成本。因此，本次非公开发行后，公司的盈利能力将进一步

增强。 

（三）本次发行对公司现金流量的影响 

本次非公开发行完成后，募集资金的到位能改善公司现金流状况，降低公司

的融资风险与成本。同时本次引入赛格集团作为上市公司的战略投资人，将进一

步增强上市公司的融资能力，对上市公司现金流将产生积极的影响。 

四、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项 

公司本次募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款，

不涉及投资项目报批事项。 

五、募集资金投资项目可行性结论 

综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，有利于改善公司资本结构，

降低公司资产负债率，提升公司资产流动性，提高公司的抗风险能力和持续经营

能力，促进公司持续、健康发展，符合本公司及本公司全体股东的利益。 

（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票募集资金

使用的可行性分析报告（三次修订稿）》之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳市英唐智能控制股份有限公司 

董事会 

2019年4月30日 
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